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Abstract (en)
[origin: EP0315993A1] Soluble and/or meltable polyamide-polyamide (PA-PA1), polyamide-polyamideimide (PA-PAI) or polyamide-polyimide (PA-
PI) block copolymers of general formula (I) in which n is a whole number from 1 to 200, x is a whole number from 1 to 20, R1 is a divalent aromatic
residue, R is the residue of general formula (II) and a) in the case of the PA-PA1 block copolymers, X is the residue -NH-, Y is the residue -NH-CO-,
where in each case N is bonded to R and B is a residue of general formula (III), where y is a whole number from 1 to 20, R2 is a divalent aromatic
residue and R3 is a divalent aromatic residue different from R, b) in the case of the PA-PAI block copolymers, either: X is the residue = N-, Y is the
residue -NH- and B is the residue of general formula (IV), where Ar is a trivalent aromatic residue, or: X and Y are the residue = N- and B is the
residue of general formula (V), where Y is a whole number from 0 to 20 and R3 is R or a divalent aromatic residue and Ar is as defined above, c) in
the case of the PA-PI block copolymers, X and Y are the residue = N- and B is the residue of general formula (VI), where y is a whole number from 0
to 20 and R3 is R or a divalent aromatic residue and Ar is a tetravalent aromatic residue. Also described is a process for their manufacture.

Abstract (fr)
Copolymères bloc polyamide-polyamide (PA-PA1), polyamide-polyamideimide (PA-PAI) ou polyamide-polyimide (PA-PI) de formule générale (I) dans
laquelle n est un entier valant de 1 à 200, x est un entier valant de 1 à 20, R1 est un résidu aromatique bivalent, R représente le résidu de formule
générale (II), ainsi que a) dans le cas des copolymères bloc PA-PA1, X représente le résidu -NH-, Y le résidu -NH-CO-, N étant respectivement
lié à R, et B représente un résidu de formule générale (III), où y est un entier valant de 1 à 20, R2 est un résidu aromatique bivalent et R3 est un
résidu aromatique bivalent différent de R; b) dans le cas des copolymères bloc PA-PAI, soit X est le résidu = N-, Y le résidu -NH- et B le résidu de
formule générale (IV), où Ar représente un résidu aromatique trivalent, soit X et Y représentent le résidu = N- et B le résidu de formule générale
(V), où y représente un entier valant de 0 à 20 et R3 représente R ou un résidu aromatique bivalent, et Ar a la notation précitée; c) dans le cas
des copolymères bloc PA-PI, X et Y représentent le résidu = N- et B le résidu de formule générale (VI), où y est un entier valant de 0 à 20 et R3
représente R ou un résidu aromatique bivalent, et Ar un résidu aromatique tétravalent. Est également décrit un procédé pour leur fabrication.
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